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１．概要（Summary） 
MEMS デバイスの製作において、接合技術の必要性

が高まっている 1。本研究では、4 インチほう珪酸ガ

ラスのウエハレベル接合において、CYTOP を接着剤

として介在させた接合の検討を行っている。 
今回は接合後の強度、ウエハの反りレベルを把握し、

CYTOP 接合における最適なプロセス条件を確立する

ことを目的とした。 
 
２．実験（Experimental） 
使用装置：ウエハーボンダ SB6e, 
使用ウエハ：4 インチほう珪酸ガラス 
ベアのガラスウエハに CYTOP を 3.3um スピン塗布

の上、250℃雰囲気でキュアする。CYTOP が形成さ

れた面同士を合わせて熱荷重をかけることにより

CYTOP が融着し接合に至る。Table 1 に示すように、

温度の条件を 250℃と 160℃で実施し、両者の比較を

行った。 
 

Table 1 CYTOP bonding condition. 
 条件 1 条件 2 

温度 250℃ 160℃ 
加圧 1MPa 
時間 30 分 
雰囲気 真空 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
結果 
ウエハ外観：250℃-問題なし、160℃-ウエハ外周部に

未接合領域が発生(Fig.1) 
接合強度：いずれも 25MPa 以上 
反り：いずれもウエハ面内 25um 以下 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1  160℃ bonding. 
 
考察 
ベアガラスの接合において温度条件の違いによる接

合強度、反りのレベルに大きな違いは認められなかっ

た。しかし、160℃の低温接合においてウエハ外周部

分に CYTOP の未接合領域が発生した。接合前のウエ

ハの外周部には CYTOP が 0.5～0.7um 程度中央より

厚く残っている。160℃の加熱では CYTOP が十分軟

化せず、この段差を埋めるに至らなかったものと考え

られる。 
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